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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(3) Komponentenschicht fur Smart Cards aus Schmelzklebstoffen 

(57) Es wird die Verwendung von thermoplastischen 
Schmelzklebstoffen zur Herstellung von Komponenten- 
schichten in Smart Cards oder zur Herstellung von elek- 
tronischen Transpondern mit Hilfe eines Niederdruck- 
Spritzgu&verfahrens bei Drucken zwischen 1 und 50 bar 
beschrieben. Vorzugsweise finden fur dieses Verfahren 
Schmelzklebstoffe auf der Basis von Polyamid, Polyure- 
than, Polyester, ataktischem Polypropylen, EVA-Copoly- 
meren oder niedermolekularen Ethylen-Copolymeren 
oder deren Mischungen Verwendung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft einen mehrschichtigen Verbund- 
korper, ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie die Ver- 
wendung von ihermoplastischen SchmelzklebstofTen zur 
Herstellung dieses Verbundkorpcrs. 

Die vorliegende Erfindung befaBt sich iiberwiegend, aber 
nicht ausschlieBlich, mit der Herstellung von sog. Smart 
Cards. Unter einer Smart Card versteht man einen i. d. R. 
mehrschichtigen Formkorper in der Form einer Kunststoff- 
karte, die iiblicherweise nut Hinweis- und/oder Werbeauf- 
drucken und/oder mit Sicherheitsmerkmalen, wie z. B. ei- 
nem Foto des Karteninhabers, einem Magnetstreifen, einem 
Identifizierungszeichen in Form eines Hologramms oder 
dgl. versehen ist. Ublicherweise besteht diese Smart Card 
aus einer ein- oder doppelseitig kaschierten KunstslofTkarte. 
In den Kartenkorper der Smart Card ist ein sog. Modul ein- 
gebettet, dessen wesentlicher Bestandteil ein elektronischer 
Schaltkreis (Chip) ist. Dieser Chip kann auf einem Trager- 
plattchen sitzen, das in einer bestimmten Ausfuhrungsform 
mit mehreren elektrisch leitfahigen Oberflachensegmenten 
versehen ist. Dabei ist diese segmentierte elektrische Kon- 
taktflache von auBen zuganglich, so daB Informationen, 
z. B. Daten und Identifikationsmerkmale uber diese Kon- 
takte mit externen Rechnem und/oder Steuerungsgeraten 
ausgetauscht werden konnen. 

Neuere Kartenarten enthalten eine mit dem Chip elek- 
trisch verbundene Antenne im Kartenkorper, so daB liber 
diese Antenne sowohl der elektronische Informationsaus- 
tausch als auch die Energieversorgung des Chips im Karten- 
trager beriihrungslos erfolgen kann. Derartige Smart Cards 
werden als Telefonkarten, Berechtigungskarten fur mobile 
Nachrichtengerate, Scheckkarten im Geldverkehr, Berechti- 
gungsnachweise fur Krankenkassen, Fuhrerscheine, Zug- 
bzw. Bustickets eingesetzt bzw. vorgesehen. Der Benutzer 
schiebt dabei die kontaktlose Smart Card in einen Kartenle- 
ser oder fuhrt diese in einigem Abstand an dem Leser vor- 
bei, der iiber eine entsprechende Antenneneinrichtung mit 
dem elektronischen Schaltkreis in der Smart Card in Verbin- 
dung tritt. Auf diese Weise kann z. B. bei einer Telefonkarte 
oder einer Scheckkarte oder einem Bahnticket ein vorhande- 
nes Geldguthaben iiberpruft werden, eine Identitat festge- 
stellt werden oder ein sonstiger Datenaustausch vorgenom- 
men werden. 

Hersteilverfahren fur die kontaktlosen Smart Cards sind 
im Prinzip bekannt. So beschreibt die WO- A- 98/09252 ein 
mehrstufiges Hersteilverfahren. Dabei wird zunachst die 
sog. Komponentenschicht oder Kartenkorper mil Offnun- 
gen, Einsenkungen oder dgl. Hohlraumen versehen, danach 
werden in diese Hohlraume die im Kartenkorper anzuord- 
nenden elektronischen Bauteile eingesetzt, darauf wird der 
Kartenkorper nut einem Kleber der art beschichtet, daB die 
Hohlraume ausgefiillt sind und der Kleber eine im wesentli- 
chen plane Oberflache bildet. AnschlieBend wird eine Deck- 
folie auf die Oberflache des noch nicht abgebundenen bzw. 
ausgchartcten und somit noch plastisch vcrfonnbarcn Kle- 
bers aufgebracht. Die Deckfolie wird sodann mil ihrer dem 
Kartenkorper abgewandten Flache auf einer Formflache der- 
ail und so lange wahrend des Aushartens des Klebers fixiert 
gehalten, daB die AuBenkontur der Deckfolie und damil die 
AuBenkontur der fcrtigcn Smart Card der Kontur der Form- 
flache entspricht. Als Kleber wird dabei ein kalt aushartba- 
rer Klebstoff, insbesondere ein EpoxidklebstofT, vorgeschla- 
gen. Urn die Schrumpfung dieses Klebstoffes zu verhindern, 
muB dieser mit einem Fullmaterial wie Glas, Quarz oder dgl. 
gefulll sein. Dieses Hersteilverfahren beinhallet viele Ar- 
beitsschritle und ist zeilaufwendig und damit sehr kostenin- 
tensiv. 



Die EP-A-0 692 770 beschreibt ein Verfahren, bei dem 
der Chip und die Antenne in den Hohlraum einer SpritzguB- 
form eingebracht werden, worauf ein thermoplastisches Ma- 
terial in diese Form, gegebenenfalls in mehreren Arbeits- 

5 schritten, eingespritzt wird. Als thermoplastisches Material 
werden typische SpritzguBmaterialien wie z. B. PVC, ABS 
(Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer), Polyethylenter- 
ephthalat (PET), Polycarbonat (PC) oder Polyamid (PA) 
vorgeschlagen. Derartige SpritzguBmaterialien erfordem bei 

10 der Verarbeitung sehr hohe Temperaturen und hohe Drucke 
von z. B. 700 kg/cm 2 . Derartig hohe Drucke und Tempera- 
turen sind jedoch fur die einzubettenden empfindlichen 
elektronischen Schaltungen sehr schlecht geeignet, so daB 
diese haufig Schaden nehmen. 

15 Die EP-A-0 709 804 schlagt vor, in einem mehrstufigen 
SpritzguBverfahren zunachst eine Plastikscheibe in die 
SpritzguBform einzulegen, auf die die Antenne plaziert 
wird. AnschlieBend wird ein flussiges Kunststoffmaterial 
(konkret genannt werden ABS, PC, PET, Polyamid oder bei 

20 hoherer Temperatur hart bare Reaktivharze wie Polyurethan, 
Epoxy-Phenolharze) iiber der Antennenoberflache verteilt, 
wobei die Antennenanschlusse freigelassen werden. An- 
schlieBend wird eine KunststofFschicht uber die Antenne ge- 
legt, die das Loch in der Karte schlieBt. Diese KunslstofT- 

25 schicht hat eine Vertiefung, in die der elektronische Chip so 
eingebracht wird, daB er mit den Antennenanschliissen im 
elektrischen Kontakt steht. Auch diese Vorgehensweise er- 
fordert hohe Temperaturen und hohe Drucke fur die Spritz- 
guBschritte, zusatzlich sind weitere Arbeitsschritte erforder- 

30 Iich, um den elektronischen Schaltkreis in den Kartenkorper 
einzusetzen, zu befestigen und elektrisch mit der Antenne zu 
verbinden. 

Die JP-A-08 276 459 beschreibt ein Herstellungsverfah- 
ren fur kontaktlose Smart Cards, bei dem der Komponenten- 

35 trager aus einem glasfaserverstarkten Epoxidharz besteht, 
der eine Vertiefung hat und gegebenenfalls Leiterbahnen, 
auch zur Ausbildung der Antenne, enthalt. In die Vertiefung 
der Komponentenschicht wird der elektronische Chip einge- 
bracht. AnschlieBend wird dieses gesamte Bauteile in eine 

40 SpritzguBform eingelegt und nach SchlieBen ein flussiges, 
warmehartendes Kunststoffmaterial bei niederem Druck in 
das Werkzeug gespritzt und dort ausgehartet. Konkret vor- 
geschlagen wird hierzu ein warmehartendes Epoxidharz. 
Zur Aushartung des Epoxidharzes werden 4 bis 5 Minuten 

45 benotigt, nach der Entnahme des GieBlings aus der GieB- 
form ist eine Nachhartung durch Erwarmen auf eine be- 
stimmte Temperatur und eine bestimmte Zeit notwendig, 
konkrete Angaben werden iiber diese Nachhartung nicht ge- 
macht. 

50 Die EP-A-0 350 179 beschreibt ein Hersteilverfahren fiir 
Smart Cards und ahnliche elektronische Marken (token) mit 
Hilfe eines ReaktionsspritzguBverfahrens. Dabei wird der 
elektronische Schaltkreis durch eine durch das Reaktions- 
spritzguB-Material gebildete Schicht eingekapselt. Die 

55 Deckfolien der beiden fiachigen Seiten der Karte werden da- 
bei wahrend des SpritzgieBcns so der Form zugefuhrt, daB 
sie gleichzeilig als Enlfonnungsmittel zur leichteren Enl- 
fembarkeit des ausharteten Kartenkorpers aus der Spritz- 
guBform dienen. Konkrete Angaben iiber die Zusammenset- 

60 zung des Kunststofifes fiir das ReaklionsspritzguB verfahren 
werden nicht gemacht, es wird nur gesagt, daB jedes Kunst- 
stoffmaterial oder jede Kunststoffmischung genommen wer- 
den kann, das die unter ReaktionsspritzguBbedingungen 
ausharten. ReaktionsspritzguBmaschinen sind bekanntlich 

65 wegen der damit verbundenen genauen Dosiereinrichtungen 
teuer und aufwendig. 

Die EP-A-0 846 743 beschreibt eine thcrmoplastische 
hitzehartbare selbstklebende Klebsloffolie zum Implantie- 
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ren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper, der mit 
einer Aussparung versehen ist, in die ein elektronisches Mo- 
dul einzuordnen ist, das auf der ersten Seite mehrere Kon- 
taktflachen und auf der gegenuberliegenden Seite einen IC- 
Baustein aufweist, dessen AnschluBpunkte iiber elektrische 
Leiler mit den Kontaktflachen verbunden sind. Die Kleb- 
stofFolie soil dabei aus einem thermoplastischen Polymer, 
einem oder mehreren klebrigmachenden Harzen und/oder 
Epoxidharzen mit Hartern gegebenenfalls auch Beschleuni- 
gem aufgebaut sein. Diese KlebstofTolien miissen in der 
Hitze bei etwa 150°C fiir 30 Minuten ausgehartet werden. 

Die JP-A-05 270 173 beschreibt ein Verfahren zum Her- 
stellen von laminierten Kunststoffflachengebilden fur Kar- 
tenrohkorper. Dazu werden zwei steife PVC-Hartfolien mit 
einem feuchtigkeitshartenden PolyurethanschmelzklebstoiT 
mit einer 5 bis 50 pm starken Schicht bei 100 bis 120°C be- 
schichtet und 10 Sekunden unter einem Druck von 5 kg/cm 2 
verpreBt. Eine dieser Folien weist dabei eine Aussparung 
oder einen durch Thermoumformung erzeugten Hohlraum 
zur Aufnahme des spater einzufugenden Mikroprozessors 
auf. AnschlieBend werden diese Flachengebilde ohne Pres- 
sung mehrere Stunden bei Raumtemperatur belassen, damit 
der KlebstofF aushartet, um ein Kartenbasismaterial zu erge- 
ben, das in weiteren Verarbeitungsschritten zur fertigen 
Smart Card verarbeitet werden kann. 

Es bestand also die Aufgabe, ein schonendes, schnelles 
und einfaches Verfahren zur Herstellung von Smart Cards 
zu entwickeln, das eine kostengunstige GroBserienfertigung 
derartiger Smart Cards ermoglicht. Die erfindungsgemaBe 
Losung der Aufgabe ist den Anspruchen zu entnehmen. Sie 
besteht im wesentlichen in der Verwendung von thermopla- 
stischen Schmelzklebstoffen zur Herstellung der Kompo- 
nentenschichten von Smart Cards sowie in einem Verfahren 
zur Herstellung dieser Smart Cards, bei deni die thermopla- 
stischen SchmelzklebstofTe bei niedrigen Temperaturen und 
niedrigen Drucken im Niederdruck-SpritzguBverfahren ein- 
gesetzt werden konnen. 

Vorzugsweise werden als thermoplastische Schmelzkleb- 
stoffe die niedrigschmelzenden Polyamide auf der Basis von 
Polyaminoamiden, thermoplastischen Polyurethanen oder 
ataktischem Polypropylen oder deren Mischung zur Herstel- 
lung der Komponenten schicht eingesetzt. Diese thermopla- 
stischen SchmelzklebstofTe zeichnen sich durch eine nied- 
rige Viskositat von etwa 100 bis 100.000 mPa • s bei der 
Verarbeitungstemperatur aus. Dadurch konnen diese im 
Niederdruck-SpritzguBverfahren bei Drucken zwischen 1 
und 50 bar, vorzugsweise bei Spritzdrucken zwischen 10 
und 30 bar eingesetzt werden. Die Verarbeitungstemperatu- 
ren richten sich nach der Zusammensetzung des Schmelz- 
klebstorTmaterials, sie liegen zwischen 80°C und 250°C, 
vorzugsweise zwischen 100°C und 230°C. Die vorzugs- 
weise einzusetzenden Polyamide haben bei 210°C in der 
Regel eine Viskositat unterhalb von 10.000 mPa • s. Beson- 
ders bevorzugte Bereiche der Verarbeitungsviskositaten bei 
210°C liegen zwischen 1.500 und 4.000 mPa • s, wobei 
diese Viskositat ublicherweise mil einem Brook field- Visko- 
simeter vom Typ "RVDV II" mil Thcrmoselausriistung ge- 
messen wird. 

In besonderen Fallen konnen anstelle der obengenannten 
thermoplastischen SchmelzklebstofTe auch reaktive, feuch- 
tigkeitsnachvernctzende PolyurcthanschmclzklebstorTe ein- 
gesetzt werden. Die feuchtigkeilsreaktiven Polyurethan- 
schmelzklebstoffe erfordern zwar wcgen ihrer Feuchtig- 
keitsempfindlichkeit wahrend der Applikalion einen erhoh- 
ten Aufwand, ihr Vorteil liegt jedoch in der deutlich niedri- 
geren Viskositat bei den Verarbeilungslemperaluren, reak- 
tive PolyureLhanschmelzklebsloffe haben bei 130°C in der 
Regel Viskosilaten < 25.000 mPa • s, vorzugsweise liegen 



diese Viskositaten sogar unterhalb von 15.000 mPa • s und 
ganz besonders bevorzugt unterhalb von 10.000 mPa • s bei 
130°C, wobei die Viskositat ublicherweise mit einem 
Brookfleld-Viskosimeter vom Typ "RVDV II" mit Thermo- 
5 selausriistung gemessen wird. Ein Vorteil der Verwendung 
von feuchtigkeitshartenden Polyurethan-Schmelzklebstof- 
fen ist ihr niedriger Schmelzpunkt, der in der Regel unter- 
halb von 100°C, vorzugsweise unterhalb von 70 bis 80°C 
liegt, so daB auch sehr temperaturempfindliche Schaltkreise 

10 mit diesen Schmelzklebstoffen eingebettet werden konnen 
und auch sehr temperaturempfindliche Laminierfolien ver- 
wendet werden konnen. Durch ihre Nachvernetzung mit 
Feuchtigkeit entsteht ein besonders widerstandsfahiger und 
temperaturbestandiger Verbund zwischen Komponenten- 

15 schicht und Grund- und Deckfolie. 

Durch die Verwendung des thermoplastischen Schmelz- 
klebstoffes zur Herstellung der Komponentenschicht kann 
das nachtragliche Herausfrasen des erforderlichen Platzes 
zur Aufnahme des Chips bzw. von Chip und Antenne einge- 

20 span werden, da diese einzugieBenden Teile vor der Fertig- 
stellung des Grundkorpers in die entsprechende VerguBform 
eingelegt werden konnen. Beim anschlieBend Vergufivor- 
gang werden Chip oder Chip und Antenne durch den so her- 
gestellten Grundkorper (Komponententrager) dermaBen 

25 umschlossen, daB sowohl eine zusatzliche Fixierung unno- 
tig wird als auch eine eventuell notwendige Aufpolsterung 
bzw. Verfullung der elektronischen Komponenten nicht 
mehr nachtraglich vorgenommen werden miissen. Es kann 
auch bei der Aufbringung der bedruckbaren oder bedruck ten 

30 Grund- und Deckfolie auf einen zusatzlichen Klebstoffauf- 
trag auf den Komponententrager verzichtet werden, da die- 
ser ja selbst aus KlebstofT gefertigt ist und, gegebenenfalls 
nach geeigneter Aktivierung durch Erwarmung, eine sichere 
Verbindung zu den Grund- und/oder Deckfolien schalft. 

35 ErfindungsgemaB lassen sich alle thermoplastischen reak- 
tiven und nicht reaktiven Schmelzklebstoffe zur Herstellung 
des Kartengrundkorpers verwenden, solange sie bei Verar- 
beitungstemperaturen zwischen 80°C und 250°C, vorzugs- 
weise zwischen 100°C und 230°C im Niederdruckspritz- 

40 guBverfahren verarbeitbar sind, d. h. ihre Verarbeitungsvis- 
kositat soil zwischen 100 und 100.000 mPa • s liegen. Der 
Druckbereich fur das Niederdruck-SpritzguBverfahren liegt 
im Bereich von 1 bis 50 bar, besonders bevorzugt ist ein Be- 
reich fur den SpritzguB zwischen 10 und 30 bar. Hierdurch 

45 wird gewahrleistet, daB die eingelegten Chips oder sonst 
verwendeten elektronischen Speichermedien schonend um- 
spult und nicht wie im regularen SpritzguB Verfahren durch 
hohe Spritzdrucke (500 bis > 1 000 bar) beschadigt und zer- 
stort werden konnen. 

50 Je nach Art der verwendeten Grund- und Deckfolie fur 
die fertige Karte und der Anforderungen an Steifheit bzw. 
Elastizitat des Kartenkdrpers sowie dessen moglicher Tem- 
peraturbelastungen konnen die SchmelzklebstorTe aus den 
an sich bekannten Gruppen Polyamid (speziell Polyaminoa- 

55 mid auf der Basis dimerisierter Fettsauren), Polyurethan, 
Polyester, EthyIen-Vinylacetat-(EVA-)Copolymer, nieder- 
molekulares Polyethylencopolymer, alaktisches Polypropy- 
len (APP) oder deren Kombinationen ausgewahlt werden. 
Wie oben bereits erwahnt, kann es in besonderen Fallen 

60 giinstig sein, anstelle der vorgenannten thermoplastischen 
SchmelzklebstofTe reaktive SchmelzklebstorTe auf der Basis 
von feuchtigkeitsnachvemetzenden Polyurethanen einzuset- 
zen. 

Als Grund- bzw. Deckfolie konnen dabei alle hierfur im 
65 Prinzip bekannten Folien eingesetzt werden, beispielhaft er- 
wahnt seien Folien auf der Basis von Polyester, insbeson- 
dere Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid 
(PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat 
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(PC) oder Polyimid. Diese Folien haben iiblicherweise Ma- 
teriaistarken bis zu 100 urn, vorzugsweise liegen die Folien- 
starken im Bereich zwischen 30 und 70 um. 

Bei dem erfindungsgemaBen Herstellverfahren kann auf 
verschiedene Wei sen vorgegangen werden. Zum einen kann 5 
der Chip und gegebenenfalls die zugehorige Antenne zu- 
nachst in die GieBform der SpritzguBanlage eingelegt wer- 
den, dabei konnen Chip und Antenne auch in vorkonfektio- 
nierter Form z. B. auf einer Tragerfolie vorliegen. Nach 
SchlieBen der Form wird dann der Schmelzklebstoff einge- 10 
sprilzt. Nach kurzem Erkalten kann die Form geoffnet wer- 
den und die so hergestellte Komponentenschicht aus der 
Form entnommen werden, Fur die nachfolgende Kaschie- 
rung mit einer Grund- und/oder Deckfolie wird kein weite- 
rer Klebstoffauflrag benotigL, da die Matrix der Kartentra- 15 
gerschicht selbst als Klebstoff fungierl, die Folien miissen 
lediglich, gegebenenfalls unter Erwarmen, mit der Kompo- 
nentenschicht verpreBt werden. 

Alternativ kann eine dunne Folie des Schmelzklebstoffs 
in die SpritzguBform eingelegt werden, das elektronische 20 
Bauteil und die Antenne darauf plaziert werden. Anschlie- 
Bend wird die Form geschlossen und die elektronischen 
Komponenten durch Einspritzen weiteren Schmelzkleb- 
stofYmaterials vollstandig umhtillt. Zum Laminieren mit der 
Grund- und/oder Deckfolie ist ebenfalls kein weiterer Kleb- 25 
stoffauftrag notwendig, da auch hier, gegebenenfalls unter 
Erhitzen, die Folien mit der Komponentenschicht verpreBt 
werden konnen und so dauerhaft mit der Schichl verbunden 
sind. Die Schichlstarke der Schmelzkleb stolf matrix inklu- 
sive des eingegossenen Chips liegt heute in der Regel zwi- 30 
schen 400 und 600, vorzugsweise bei 500 um, kann aber je 
nach Chip-iyp dunner oder dicker ausf alien. 

Fiir die Einbettung des elektronischen Bauteils und der 
Antenne in die Matrix der Kartentragerschicht aus dem 
Schmelzklebstoff kann in einer besonders bevorzugten Aus- 35 
fuhrungsform ein Niederdruckverarbeitungssystem der 
Firma Optimel SchmelzguBtechnik verwendet werden. Die 
bevorzugte A us fuhrungsform der SpritzguBform ist in den 
Fig. 1 bis 3 dargestellt. Dabei zeigt die 

Fig. 1 eine Aufsicht auf das Unterteil der SpritzguBform, 40 

Fig. 2 eine Seitenansicht des Oberteils der SpritzguBform, 

Fig. 3 eine Detail an sicht des Oberteils. 

GeinaB Fig. 1 besitzt das Unterteil 1 der SpritzguBform 
eine Aussparung 2, deren Lange und Breite den Abmessun- 
gen des Oberteils der SpritzguBform entspricht. Zusatzlich 45 
enthalt das Unterteil der SpritzguBform den Einspritzkanal 
3, der so ausgebildet ist, daB der Schmelzklebstoff in mog- 
lichst kurzen Taktzeiten die gesamte GieBform vollstandig 
und blasenfrei ausfullen kann. AuBerdem ist die Formge- 
bung des Einspritzkanals so ausgebildet, daB das am Karten- 50 
korper verbleibende AnguBteil nach dem Erstarren des Kar- 
tenkorpers leichl entfernl werden kann. 

Die Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des Oberteils 4 
der SpritzguBform an der Schnittlinie A-B der Fig. 1 . In sei- 
nem oberen Randbereich hat dieses Oberteil einen Vor- 55 
sprung 5, so daB beim Eingrcifen des Oberteils in die Aus- 
sparung 2 des Untcrteils ein vollstandig gcschlossener 
Raum in der SpritzguBform entsteht. Die Aussparung 6 des 
Oberteils 4 entspricht in ihren Langen- und Brcitenabmes- 
sungen die zu fertigende Kartentragerschicht, die Tiefe der 60 
Aussparung 6 entspricht der Dicke der zu fertigcndcn Kom- 
ponentenschicht. 

Die Fig. 3 zeigt eine Detailansicht C der Fig. 2, in der die 
Aussparung 6 fiir die Kartentragerschicht im Detail darge- 
stellt wird. 65 

Altemativ konnen in einem kontinuierlichen Fertigungs- 
verfahren die Grund- und Deckschichtfolie der SpritzguB- 
form gleichzeitig mit dem Chip und gegebenenfalls der An- 



tenne, die gegebenenfalls auch in einer Kupferfolie auf ei- 
nem diinnen flexiblen Film aufgebracht sein kann, zugefuhrt 
werden. Nach SchlieBen der Form wird wiederum der 
Schmelzklebstoff eingespritzt. Nach kurzem Erkalten und 
Offnen der Form kann der fertige Schichtkorper weiter 
transportiert werden. Diese Vorgehensweise bietet den Vor- 
teil, daB die Grund- und Deckschicht gleichzeitig als Form- 
trennmittel in der SpritzguBform dienen konnen. Dabei kann 
in alien vorgenannten Herstellverfahren die Grund- und/ 
oder Deckfolie in einem vor- oder nachgelagerten Ferti- 
gungsschritt mit ublichen Hinweis- und/oder Werbeaufdruk- 
ken und/oder Sicherheitsmerkmalen wie z. B. einem Foto 
des Karteninhabers, einem Magnetstreifen, einem Identifi- 
zierungszeichen in Form eines Hologramms oder derglei- 
chen versehen sein. 

Die Vorteile der erfindungsgemaBen Verwendung von 
thermoplastischen Schmelzklebstoffen zur HersteHung der 
Komponentenschichten gegenuber dem Stand der Technik 
sind: 

- Es kann auf separat im normalen SpritzguBverfahren 
herzustellendes Tragermaterial verzichtet werden 

- Frasarbeiten zum Herstellen der Aussparungen fur 
den Chip und die Antenne entfallen 

- Weiterhin entfallt das separate Einkleben von Chip 
und Antenne in die Aussparungen 

- Nach dem Kaschieren mit Grund- und Deckfolie 
gibt es kein "read through" der Unebenheiten her- 
kommlicherFertigung, da die Kartentragerschicht zum 
einen eine sehr glatte Oberfl ache besitzt und zum ande- 
ren selbst als Klebstoff fungiert. 

Obwohl das Hauptanwendungsgebiet der Erfindung in 
der HersteHung von kontaktlosen elektronische Schaltkreise 
enthaltenden Karten (Smart Cards) besteht, kann diese 
Technik auch zur HersteHung von Transpondern fur die 
Fahrzeugindustrie, im Maschinenbau und Behalterbau zur 
Steuerung von Ablaufen verwendet werden. 

Paten tanspriiche 

1. Verwendung von thermoplastischen Schmelzkleb- 
stoffen zur HersteHung von Komponentenschichten 
von Smart Cards. 

2. Verwendung von thermoplastischen Schmelzkleb- 
stoffen zur HersteHung von Transpondern. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Schmelzklebstoff auf der Basis 
von Polyamid, Polyurethan, Polyester, ataktischem Po- 
lypropylen (APP), Ethylen-Vinylacetat-(EVA)-Copo- 
lymeren, niedermolekularen Polyethylencopolymeren 
oder deren Mischungen aufgebaul ist. 

4. Verfahren zur HersteHung von elektronische Schalt- 
kreise enthaltenden Kartenkorpem (Smart Cards), da- 
durch gekennzeichnet, daB als Komponentenschicht- 
matcrial ein thermoplastischer Schmelzklebstoff ver- 
wendet wird, dessen Verarbeilungsviskosilat zwischen 
100 und 100.000 mPa • s (Brookfield, RVDV II + Ther- 
mosel) liegt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Komponentenschicht im Niederdruck- 
SpritzguBverfahren bei Driicken zwischen 1 und 50 bar 
und Verarbeitungstemperaturen zwischen 80°C und 
250°C, vorzugsweise zwischen 100°C und 230°C ge- 
gossen wird. 

6. Mehrschichliger Karlenkorpcr, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektronische Schaltkreise tragende 
Schicht aus einem thermoplastischen Schmelzklebstoff 
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Abstract of DE1 984871 2 

The thermoplastics hot melt adhesive application has a hot melt adhesive material used for providing 
smart card component layers or electronic transponders, e.g. using low pressure injection molding at a 
pressure of between 1 and 50 bar and a temperature of between 80 and 250 degrees C. Also included 
are Independent claims for the following: (a) a smart card manufacturing method; and (b) a multi-layer 
card body. 
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